財團法人工業技術研究院
3D空間圖資影像蒐集、資料前處理與基礎模型建置委託
招標需求說明書

壹、背景說明：
隨著擴增實境、智慧導覽及空間互動服務逐步發展，高品質三維空間圖資已成為支援場域定位與數位內容整合的重要基礎。為確保後續3D Gaussian Splatting（3DGS）模型建置及技術驗證所需資料具備足夠的完整性與可用性，本案擬辦理實際場域之影像拍攝、資料前處理、相機姿態解算、稀疏點雲重建及基礎模型建置，並透過品質檢核與必要補拍作業，建立標準化之空間圖資資料，作為後續定位技術研發與多元場域應用之基礎。

貳、公告預計金額：
新台幣100,000元整（含稅），投標廠商應配合於預計金額內提供報價，超過者本院得不予接受。

參、委託內容說明：
本案旨在建置可供3D Gaussian Splatting（3DGS）模型訓練及後續空間定位技術驗證使用之場域圖資。得標廠商應依本院指定之單一場域，辦理現地勘查、影像拍攝、資料前處理、相機姿態解算、稀疏點雲重建、基礎3DGS模型建置及成果文件彙整等工作。各項執行內容如下：

1、 場域勘查與影像拍攝規劃
廠商應依指定場域之空間範圍、環境特性、光線條件及後續3DGS建模需求，辦理現地勘查與拍攝規劃，確認拍攝範圍、設備、路線、視角及資料取得方式。
（一）盤點場域空間配置、主要建物或物件、動線、光線、遮蔽、反光及人流等可能影響影像品質之因素。
（二）規劃具連續性及足夠重疊範圍之拍攝路線，拍攝過程應涵蓋不同高度、距離、方向與俯仰角度，並避免視角過度集中於單一方向。
（三）依場域尺度與空間特性，提出影像或影片拍攝設備、解析度、幀率、拍攝時段、行進速度及預定抽幀方式等規劃。
（四）於正式拍攝前提交場域拍攝計畫，內容應包含拍攝範圍、路線示意、執行方式、設備規格及可能風險與因應措施，經本院確認後據以執行。
2、 多視角場域影像資料蒐集
廠商應依核定之拍攝計畫，完成指定場域之多視角影像或影片資料蒐集，並確保資料品質足以支援後續相機姿態解算及3DGS模型建置。
（一）拍攝資料應涵蓋本院指定之主要空間範圍與重點物件，並保持相鄰影像間之適當重疊及視角連續性。
（二）拍攝過程應避免嚴重晃動、失焦、動態模糊、曝光異常、大面積遮蔽或其他可能影響特徵匹配之情形。
（三）廠商應保留原始拍攝檔案、拍攝時間、設備資訊及執行紀錄，不得僅交付經壓縮或轉檔後之資料。
（四）如初次拍攝資料經後續處理確認有視角覆蓋不足、影像品質不佳或無法有效解算等情形，廠商應依本院要求辦理必要之補充拍攝，原則上至少包含一次補拍及資料修正作業。
3、 影像抽幀、篩選與資料前處理
廠商應將拍攝完成之影像或影片，整理為可供結構運動回復及3DGS模型訓練使用之標準化影像資料集。
（1） 依拍攝速度、影像重疊程度及場域特性設定適當之抽幀頻率，將影片轉換為連續靜態影像。
（2） 針對抽幀影像進行品質檢查，排除嚴重模糊、重複、失焦、過曝、欠曝、遮蔽或無法辨識場域特徵之影像。
（3） 視後續處理需要，辦理影像方向校正、尺寸統一、格式轉換等作業；處理方式不得造成影像內容失真或影響後續特徵匹配。
（4） 建立原始資料、抽幀資料、篩選資料及建模資料之分類架構，並提供影像數量、檔案名稱、處理狀態及排除原因等資料清冊。
4、 相機姿態解算與稀疏點雲重建
廠商應使用COLMAP或具同等功能之工具，針對完成前處理之影像資料執行特徵擷取、影像匹配、相機姿態解算及稀疏點雲重建。
（1） 完成各影像之特徵擷取與特徵匹配，並估算相機內部參數及外部姿態參數。
（2） 產出可供後續3DGS模型訓練使用之相機參數、影像姿態及稀疏點雲資料。
（3） 檢查影像註冊及姿態解算結果，針對未能成功註冊之影像，分析可能原因並提出改善方式。
（4） 如發現特定區域因影像重疊不足、有效特徵不足或拍攝品質不佳而影響重建結果，應於補拍後重新辦理資料處理及解算。
（5） 交付資料應為可供後續建模使用之通用格式，並附軟體版本、主要參數及執行方式說明。
5、 基礎3DGS模型建置與可用性驗證
廠商應利用前述影像資料、相機姿態及稀疏點雲成果，採用公開或本院同意之3DGS建模工具完成一版基礎模型，作為影像資料可用性及建圖流程之驗證成果。
（1） 完成指定場域之基礎3DGS模型訓練，並輸出PLY或其他經本院同意之通用模型格式。
（2） 模型應可使用指定或公開檢視工具正常載入，並可進行自由視角瀏覽及基本場景檢視。
（3） 針對本院指定之代表性視角輸出渲染畫面，供比對主要空間結構、場景範圍及重點物件之呈現情形。
（4） 檢視模型是否存在明顯缺損、漂浮雜點、幾何不連續、模糊或視角覆蓋不足等情形，並說明可能原因及改善建議。
（5） 本項基礎模型以驗證資料完整性及建模可行性為目的，不包含定位演算法、模型輕量化演算法、客製化訓練器或圖資自動更新功能之開發。（看是否需要）

4、 版權聲明與其他配合之行政作業：
1、 版權聲明 
（1） 廠商履約結果產出產品涉及智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密…等）歸屬者，其內容本院取得全部權利。
（2） 廠商需擔保本案交付之成果，完全係由其自行發展所得，並無任何抄襲或仿冒之情事。
（3） 本院倘因使用本案成果，致侵害第三人之營業秘密或智慧財產權者，廠商應負責解決之。
2、 其他配合之行政作業
（1） 配合出席設計會議與內容修正
每週需配合本計畫期間之內部技術相關會議出席至少一次，並協助配合必要之內容修正，每項需有三次以內之修改次數。

伍、專案時程：
(1) 於115年10月15日前完成所有委託內容之交付項目及相關檔案。

陸、付款條件：
廠商應依本案要求，交付內容工作事項，於委辦單位同意驗收後，分次付清本購案款項。
(1) 第一期款：115年10月15日前，完成交付所有項目，經本院查驗完成後，即支付本案費用之 100%。
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